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焊膏处理程序

一般处理指南
• 焊膏为冷冻储存，并以低温出厂。
• 冷冻储存会延长焊膏保质期。冷冻温度通常
在-20°C至10°C之间。

• 储存温度应不超过22-25°C。空调温度通常可满
足需求。

• 针筒和弹药筒应尖端朝下保存，以最大程度减少
助焊剂分离。弹药筒和针筒储存不当会使焊膏对
活塞或插塞造成压力。这种压力足以推回活塞或
插塞，从而在注射器或针筒内形成空隙。由于助
焊剂密度小于焊膏中的焊锡粉，因此助焊剂会侵
入这些空隙，从而造成“助焊剂分离”。

• 焊膏具有保质期，故应被视为FIFO（先进先出）
产品进行管理。

理想的处理程序
• 收货后，焊膏纸箱应立即放置于温度≤25°C的地
方。

• 若用于长期储存，应冷冻焊膏（材料详情，请参
阅“产品数据表”）

• 储存时间越久的焊膏应越早使用。焊膏批次日期
可通过盒子与罐子标签上的生产日期进行识别。
务必在标签上的有效期前使用。

• 若焊膏需在不同工厂间运送，确保焊膏存放温度
适中，不超过25°C。

即将印刷前的处理
• 焊膏应在室温下使用。在印刷前至少两个小时停
止冷冻。冻结的或装于大型容器的焊膏需要在室
温中放置长达4小时的时间。

• 在建议使用前一天从仓库取出焊膏。
• 在焊接炉顶部或其它方法快速加热焊膏不可取。
• 若温度≤25°C，可使用控温水池。
• 可对焊膏进行搅拌或预处理，但通常不必要。

焊膏所处环境过热造成的工艺影响
• 在30°C以上储存焊膏可能会造成助焊剂显著
	 分离和化学分解。
• 受热后损伤的焊膏的粘度可能较高，这会造成
印刷性能不理想。化学分解会降低粘性和回流性
能。

• 欢迎联系铟泰公司，讨论有关受热损伤的焊膏处
理事宜。

使用过程控制
• 从模板上移除的备用焊膏应放置于专门储存已
	 使用焊膏的罐中。
• 罐或针筒应贴上标签，注明开封日期和时间。
• 涂覆于模板前无需过度搅拌。
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